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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)提出并归口。
本文件起草单位:中国空间技术研究院。
本文件主要起草人:王旭、龚欣、孟猛、张海明、段超、王智彬、王彤、张延伟。
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宇航用元器件结构分析通用指南

1 范围

本文件提供了宇航用元器件结构分析的一般流程和方法,给出了样品、分析试验流程、结构单元分

解和结构要素识别方法、结构判别依据等需考虑的信息。
本文件适用于半导体集成电路、半导体分立器件、光电器件、电阻器、电容器、电连接器、继电器、开

关、熔断器、石英晶体、声表器件、滤波器、射频元件等类别元器件的结构分析工作,其他类别元器件参照

执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T19000 质量管理体系 基础和术语

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T19000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
结构 construction
元器件的各部分及其搭配,包括物理形态、材料、工艺以及界面等。

3.1.2
结构分析 constructionanalysis
采用检验、试验分析等方法以及复核复算、仿真等手段,获取元器件的设计、工艺和材料等要素,分

析评价其功能性能满足性、固有可靠性状况、工艺质量能力、应用环境适应性、潜在危害等因素的活动。

3.1.3
结构单元 constructionunit
元器件物理结构或功能可区分的单元。

3.1.4
结构要素 constructionelement
影响元器件固有可靠性和使用可靠性的结构单元特征。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CA:结构分析(ConstructionAnalysis)

DPA:破坏性物理分析(DestructivePhysicalAnalysis)

FA:失效分析(FailureAnalysis)
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